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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Vingtième partie: Spécification générique pour les circuits intégrés
à couches et les circuits intégrés hybrides à couches 

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques,
préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'inté-
ressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord inter-
national sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles
par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les
Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de
la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre
la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du
possible, ètre indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été préparée par le Sous-Comité 47A Circuits inté-
grés, du Comité d'Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs semiconducteurs.

Cette publication est une spécification générique pour les circuits
intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches, dans le
domaine du Système CEI d'assurance de la qualité des composants électro-
niques (IECQ).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote

47A(BC)163 47A(BC)166 47A(BC)180 47A(BC)192

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente
publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance
de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES 
INTEGRATED CIRCUITS

Part 20: Generic specification for film integrated 
circuits and hybrid film integrated circuits 

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical
Committees on which all the National Committees having a special interest therein are
represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the
subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the
National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all
National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national
rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 47A: Integrated
Circuits, of IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor Devices.

This publication is a generic specification for filai integrated circuits and
hybrid film integrated circuits, in the field of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting Two Months' Procedure Report on Voting

47A(C0)163 47A(CO)166 47A(CO)180 47A(CO)192

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

CIRCUITS INTEGRES

Vingtième partie: Spécification générique pour les circuits intégrés

à couches et les circuits intégrés hybrides à couches

SECTION 1 - DOMAINE D'APPLICATION, OBJET ET CLASSIFICATION

1.1 Domaine d'application

La présente spécification générique est applicable aux circuits
intégrés à couches et aux circuits intégrés hybrides à couches (CIHC
et C), actifs et passifs, comme dans la Publication 748-1 de la CEI,
Chapitre IV, paragraphe 2.4.

Elle s'applique également aux CIHC et C semi-finis fournis à des
clients pour traitement ultérieur et aux circuits type boîtiers pavés
(chip carrier) à plus d'un cristal, pourvu qu'ils soient, en tant que
produits séparés, interconnectés par les techniques d'interconnexion à
couches.

Cette spécification n'est pas destinée à couvrir les cartes de circuits
imprimés mais est applicable aux CIHC et C qui peuvent les contenir.
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SEMICONDUCTOR DEVICES 

INTEGRATED CIRCUITS

Part 20: Generic specification for film integrated

circuits and hybrid film integrated circuits

SECTION 1 - SCOPE, OBJECT AND CLASSIFICATION

1.1 Scope 

This generic specification is applicable to film integrated circuits and
to hybrid film integrated circuits (F and HFICs), both passive and
active, as in IEC Publication 748-1, Chapter IV, Sub-clause 2.4.

It applies also to partly-completed F and HFICs supplied to
customers for subsequent processing. This specification also applies to
chip carrier circuits having more than one chip, provided that they,
as separate products, have been interconnected by film interconnection
techniques.

This specification is not intended to cover printed circuit boards but
is applicable to F and HFICs which may include them.
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